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Sert Baski Devre Kartlari igin Kalifikasyon
ve Performans Spesifikasyonu

1 KAPSAM

1.1 Kapsam Beyani Bu standart sert baski devre kartlarinin fabrikasyonu i¢in kalifikasyon ve performans gerekliliklerini
yayinlamakta ve belirlemektedir.

1.2 Ama¢ Bu standardin amaci asagidaki yapilar ve/veya teknolojileri temel alarak sert baski devre kartlarinin kalifikasyon
ve performansi igin gereklilikleri yayinlamaktir. Bagka bir sekilde tanimlanmadigi siirece bu gereklilikler bitmis tirinlere
uygulanir:

» Kapli delik igine sahip olan veya olmayan tek yiizli, ¢ift yiizlii baski devre kartlari.

* Kapli delik iglerine sahip veya gomiilii/kor gecis delikleri/mikro gegis deliklerine sahip olan veya olmayan ¢ok katmanli
baski devre kartlari.

» Dagitici kapasitif yiizeylere ve/veya kapasitif ya da resistif komponentlere sahip aktif/pasif gomiilii devreli baski devre
kartlari.

« Aktif olabilen veya aktif olmayabilen harici metal 1s1 gergevelere sahip olan veya olmayan metal ¢ekirdekli baski devre
kartlart.

1.2.1 Destekleyici Belgeler Disaridan veya igeriden gézlemlenebilen kabul edilebilir/uygun olmayan kosullarin goriintii-
lenmesine yardimc1 olabilecek sekiller, resimler ve fotograflart igeren IPC-A-600, tavsiyeler ve gerekliliklerin daha fazla
anlasilmasi i¢in bu standart ile birlikte kullanilabilir.

1.3 Performans Siniflandirmasi ve Tiiri

1.3.1 Siniflandirma  Bu standart, miisteri ve/veya son kullanict gerekliliklerini temel alan sert baski devre performans
siniflandirmasi i¢in kabul kriterlerini yayinlamaktadir. Baski devre kartlari, IPC-6011’de tanimlanan ii¢ genel Performans
Sinifi’ndan birisi ile siniflandirilir.

1.3.1.1 Gerekliliklerden Sapma Bu kdk siniflandirmanin gerekliliklerinden sapma kullanici ve tedarik¢i arasinda
anlasilacagi gibi (AABUS) olmahdir.

1.3.1.2 Uzay Uygulamalar Gereklilikleri igin Sapma Uzay uygulamalar1 performans gereklilikleri i¢in sapma, IPC-6012DS
Ek dokiimaninda saglanmaktadir ve bu ek tedarik dokiimantasyonunda belirtildiginde uygulanabilirdir.

1.3.2 Baski Devre Karti Tirii  Kapli Delik iglerine sahip olmayan (Tip 1) ve sahip olan (Tip 2-6) baski devre kartlar1
asagidaki sekilde siniflandirilmigtir ve Tablo 1-1’de tanimlanan teknoloji ilavelerini i¢erebilir:

Tip 1 — Tek Yiizli Bask: Devre Kartlari

Tip 2 — Cift Yizli Baski Devre Kartlari

Tip 3 — Kor veya Gomiilii Gegis Deliklerine Sahip Olmayan Cok Katmanli Baski Devre Kartlar1

Tip 4 — Kér ve/veya Gomiilii Gegis Deliklerine Sahip Olan (Mikro Gegis Deliklerini de Igerebilir) Cok Katmanli Bask1
Devre Kartlari

Tip 5 — Kor veya Gomiilli Gegis Deliklerine Sahip Olmayan Cok Katmanli Metal Cekirdekli Baski Devre Kartlar

Tip 6 — Kor ve/veya Gomiilii Gegis Deliklerine Sahip Olan (Mikro Gegis Deliklerini de Icerebilir) Cok Katmanli Metal
Cekirdekli Baski Devre Kartlari

1.3.3 Tedarik igin Segim Performans Sinifi tedarik dékiimantasyonunda belirtilmelidir.

Tedarik dokiimantasyonu, baski devre kartlarimin fabrikasyonu i¢in yeterli bilgiyi saglamahdir ve kullanicinin istedigi
riinii almasini garanti etmelidir. Tedarik dokiimantasyonunda icerilmesi gereken bilgi [PC-2611 ve IPC-2614 ile uyumlu
olmalidir.




